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Titelbild

Die ALBA PCB Group ist eine Unternehmensgruppe mit 
hochspezialisierter Technologie für Leiterplatten. Durch die 
Bündelung unserer Stärken und die Ausnutzung starker 
Synergien in Kombination mit qualifizierten und motivierten 
Mitarbeitern wird hervorragender Service geboten. Eigene 
Fertigungsstätten im Bereich der Spitzentechnologie in 
Europa und in Asien erlauben uns größte Flexibilität bei 
höchster Qualität.

Weitere Informationen: 
T: +49 (0) 6203 95880-0 
E: info@alba-pcb.de 
W: www.alba-pcb.de


